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I. Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia jest poznanie technik stosowanych w montazu elektronicznym — bondowania
1 zgrzewania, w szczegolnosci zapoznanie si¢ ze specyfika montazu pod mikroskopem. Studenci po
uprzednim zapoznaniu si¢ z urzadzeniami i z ich obstuga wykonuja polaczenia za pomoca bondera
krawedziowego (1) oraz mikrozgrzewarki (2). Wykorzystuja ptytki z nadrukowanymi i wypalonymi
pastami przygotowywane na wczesniejszych zajeciach oraz drut aluminiowy (bonding), miedziany,
niklowy, zloty (zgrzewanie) o zadanych grubosciach. W przypadku mikrozgrzewarki dobierane sa
optymalne ustawienia parametrow technologicznych dla konkretnych taczonych materialow.
Kolejna czgécia ¢wiczenia jest sprawdzenie jakoSci polaczen za pomoca testera (pomiar sity
Zrywajace).

II. Stanowisko montazowe — bonder krawedziowy MDB-10 i MDB-11 (wedle-wedge bonder)

Glownymi elementami stanowiska montazowego jest bonder, generator ultradzwigkow
(USG), podgrzewany stolik z zasilaczem i regulatorem temperatury, mikroskop oraz lampa
halogenowa os$wietlajaca ptytkg montazowa. Ogolny wyglad stanowiska montazowego z bonderem
przedstawiono na rys.1 irys. 2.

Rys. 1. Ogélny wyglad stanowiska z bonderem krawgdziowym. Widoczne przyciski sterujace po
prawej stronie bondera, lampa o$wietlajaca 1 mikroskop
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Rys. 2. Ogélny wyglad bondera. Oznaczenia: USG — generator ultradzwigkow, O — mikroskop, G —
glowica z urzadzeniem bondujacym (igla), S — ruchomy (w plaszczyznie XY) stolik podgrzewany
z mocowaniem probki, Z — zasilacz podgrzewanego stolika, SZ — szpulka z drutem Al, M —
manipulator do przesuwania stolika i sterowania procesem bondowania

Do bezposredniego sterowania procesem bondowania stuza 2 przyciski umieszczone na
manipulatorze. Blizej nas miesci si¢ klawisz START, dalej od nas klawisz ABBOND. Ten drugi
sluzy do wykonywania potaczen tancuchowych. W kazdej chwili podczas bondowania mozemy
wroci¢ do potozenia poczatkowego za pomoca klawisza RESET, znajdujacego si¢ na panelu
czotowym urzadzenia.

Proces wykonywania polaczenia bondowanego migdzy dwoma punktami sklada si¢ z kilku etapow
(zaktadamy dobrane parametry sily i czasu docisku iglty, mocy USG itp.):

0. Przygotowanie:

e sprawdzié, ze przez igle przechodzi drucik — jesli nie, nalezy go przeprowadzic¢
ostroznie, zeby nie ulegl zagigciu. Nalezy wykorzysta¢ odpowiednia pesetg. Mozna
pomac sobie otwierajac szczeki (klawisz CLAMP po lewej stronie obudowy bondera)
oraz weciskajac klawisz przesuwajacy nieznacznie drucik przez igle (klawisz
INCHING - obok CLAMP). Oczywis$cie inching ma sens tylko wtedy, gdy drucik jest
przewleczony przez igle, ale wystaje zbyt mato. UWAGA: po operacji przewlekania
drutu szczgki powinny zosta¢ zamknigte.




* Sprawdzi¢, czy wlaczony jest generator USG (przyciski TE 1 PO wycis$nigte)

1. Gdy glowica z igla bondujaca jest w pozycji wyjsciowej ,,home” (najwyzszej) mozemy
bezpiecznie mocowac podtoze na stoliku, dobra¢ powigkszenie 1 ostro$¢ obrazu widzianego
w mikroskopie i przygotowac si¢ do bondowania (rys. 3). Przez mikroskop powinnismy by¢
w stanie zobaczy¢ ostro obszar, w ktérym bedziemy wykonywac potaczenia, iglte bondujaca
i drucik przechodzacy przez otwor w dolnej czesci igly z jej tylnej strony. Drucik ten musi
by¢ ustawiony prostopadle do krawedzi odcinajacej igly — w innym przypadku podczas
zetknigcia igly z kontaktem drucik moze ,,uciec” w bok i potaczenie si¢ nie powiedzie.

2. Naciskamy przycisk START 1 raz: glowica szybko obniza si¢ w polozenie bardzo bliskie
polu kontaktowemu (I searchheight). Za pomoca pokretta ,,1 SEARCHHEIGHT” mozemy
regulowa¢ wysoko$¢ iglty nad polem kontaktowym. Wysoko$¢ ta powinna by¢ taka, by moc
przewidzie¢, w ktorym miejscu nastapi zetknigcie igly z podtozem i gdzie powstanie bond.
UWAGA: Nie moze jeszcze wystapi¢ zetkniecie igly z podlozem, bo czujnik cofnie
glowice w kolejne polozenie!

3. Naciskamy przycisk START 2 raz: glowica obniza si¢ powoli i nastgpuje zetknigcie
z podlozem na wczesniej ustalony czas. Pod wpltywem docisku, drgan z generatora USG
i ewentualnie temperatury podwyzszonej za pomoca podgrzewanego stolika nastgpuje
przybondowanie 1 kontaktu. Potem glowica z igla wedruje do gory w potozenie
,loopheight”. Za pomoca pokretta LOOPHEIGHT mozna ustali¢ wysoko$¢ petli migdzy
dwoma punktami potaczeniowymi. Uzywajac manipulatora przesuwamy delikatnie
w kierunku do siebie stolik z zamontowana ptytka i pozycjonujemy wstgpnie igle nad drugim
kontaktem.

Rys. 3. Plytka testowa mocowana na stoliku. Widoczna igta bondujaca oraz zaciski zwierno-
rozwierne (clamp) przytrzymujace drucik (za igla)

4. Naciskamy przycisk START 3 raz: glowica obniza si¢ w polozenie ,,2 searchheight’,
gdzie za pomoca pokretta ,,2 SEARCHHEIGHT” mozemy regulowa¢ wysokos¢ igly nad



drugim polem kontaktowym. Wysokos¢ ta powinna by¢ taka, by moc przewidzie¢, w ktorym
miejscu nastapi zetknigeie igly z podtozem. UWAGA: Jak poprzednio, nie moze jeszcze
wystapi¢ zetknigcie igly z podlozem, bo czujnik cofnie glowice w polozenie poczatkowe,
a bond jeszcze nie zostal zrobiony!

5. Naciskamy przycisk START 4 raz: glowica obniza sig, igla dotyka kontaktu, zostaje
wykonane drugie potaczenie. Nast¢pnie glowica podnosi si¢ polozenie poczatkowe, drucik
zostaje oberwany przy kontakcie. Polaczenie jest gotowe, a my mozemy przesunaé si¢ w
kolejne miejsce bondowania i w razie potrzeby powtdrzy¢ proces...

6. Jesli w czasie bondowania co$ nam si¢ nie powiedzie (np. nie uda si¢ pierwszy bond, bo
drucik ucieknie bokiem), mozna wroci¢ w potozenie poczatkowe za pomoca przycisku
RESET, poprawic¢ si¢ i zacza¢ od nowa.

Wyglad panelu z pokrettami przedstawia rys.4a. Rys. 4b pokazuje ptyt¢ czotowa uzywanego
generatora USG oraz sterownik podgrzewanego stolika.

a) b)
Rys. 4. Panele czotowe urzadzen:

a) pokretta do nastaw wysokosci charakterystycznych dla procesu bondowania (opis w tekscie).
Przetacznik ADD. FORCE stuzy do dodawania dodatkowej sity dla bondu. Przyciski CHANNEL 1 1 2
sa wcisnigte, dzigki czemu kazdy z bondéw moze mie¢ indywidualne parametry (czas docisku, moc
ultradzwigkéw) ustawiane na USG;

b) ptyta czotowa generatora USG (gora) oraz zasilacz i regulator temperatury podgrzewanego stolika.



II1. Stanowisko montazowe — mikrozgrzewarka Hughes MCW 550 (microwelder)

Jest to urzadzenie prostsze w budowie 1 obstudze w stosunku do bondera. Mikrozgrzewarka sklada
si¢ z nastepujacych czesci:

* Jednostki gltowne] MCW-550-115-0

e Zasilacza o statym napigciu, dostarczajacego pradu o odpowiednich parametrach
» glowicy zgrzewajacej z elektrodami VTA-96

* elektrod o regulowanej sile docisku 60-1000g

* pedalu noznego

* mikroskopu Nikon SMZ-1 (powigkszenie: okular 10x, obiektyw 0.5x)

Dzigki zastosowaniu mikroskopu mozemy mie¢ wglad w proces zgrzewania: wypozycjonowac
elektrody nad punktem montazu, obejrze¢ efekty swojej pracy, dostroi¢ parametry do potrzeb, itp.
Ogolny wyglad stanowiska oraz zasilacza przedstawiaja rys. 5 i 6. Sterowanie obnizaniem elektrod
nastepuje za pomoca pedatu noznego (podobnego do tego, ktory spotyka si¢ w maszynach do
szycia). Podczas jego naciskania, ramiona z elektrodami obnizaja sig, nastgpuje kontakt z podtozem
1 przeptyw pradu, ktory zgrzewa drut do kontaktu.

Rys. 5. Og6lny widok mikrozgrzewarki. Widoczny mikroskop, stolik teflonowy, gtowica
z elektrodami



Przebieg procesu zgrzewania:

1.

Ustawiamy wstepnie parametry (napigcie zgrzewania, czas zgrzewania, odlegtos¢ migdzy
elektrodami oraz sil¢ docisku). Najlepiej przyjaé wartosci bazujace na wczesniejszych
doswiadczeniach zapisanych w zeszycie znajdujacym si¢ na stanowisku lub wyjs¢ od
ustawien ,,uniwersalnych” (np. U=0.6V, t=120ms, F=500G, d=25). Wartosci powyzszych
parametrow zaleza kazdorazowo od konkretnego przypadku — jakie materialy zgrzewamy,
o jakich parametrach, jaka jest grubo$¢ drutu, przewodno$¢ cieplnej podtoza i drutu itd.
Umieszczamy ptytke testowa z kontaktami na teflonowym stoliku — dzigki matemu
przewodnictwu cieplnemu tego materiatu mozemy zalozy¢, ze w krotkim czasie zgrzewania
nie nastepuje odplyw ciepla z miejsca zgrzewania do stolika. Postugujac si¢ mikroskopem
pozycjonujemy ptytke testowa z kontaktami pod elektrodami. Jako ze elektrody znajduja si¢
w potozeniu wysokim (czgsto poza zasiggiem ,,wzroku” mikroskopu), najtatwiej jest wcisnac
nieco pedat 1 obnizy¢ je tak, by dato si¢ ustawi¢ precyzyjnie miejsce zgrzewania.

Chwytamy peseta drucik, ktory ma zosta¢ przymocowany, opieramy lekko reke na stoliku
i pozycjonujemy drucik nad kontaktem. Musi on odpowiednio przylega¢, by¢ ustawiony
rowno wzgledem brzegdéw kontaktu (ze wzgledow estetycznych). Oczywiscie drucik MUSI
tez w momencie zetknigcia z podlozem taczy¢ obie elektrody, bo inaczej nie przeptynie prad
1 zgrzew nie powstanie...

Po przylozeniu drucika i ustaleniu miejsca zgrzewania wciskamy pedat az do zetknigcia
z drucikiem 1 podtozem — jesli np. potozenie wymaga poprawy mozemy jeszcze je zmienic. ..
Dociskamy pedat jeszcze nizej, nastgpuje przeplyw pradu, co objawia si¢ zalaczeniem
przekaznika (stycha¢ jego ,,pyknigcie”) i chwilowym rozgrzaniem (zaswieceniem sig)
drucika znajdujacego si¢ miedzy elektrodami.

Zwalniamy pedat, elektrody wedruja w gore — mamy mozliwos¢ oceny potaczenia (kolor —
czy jest przepalone czy nie, wytrzymatos¢, czy zniszczylo kontakt na podtozu itd.).

W razie potrzeby mozemy zmieni¢ parametry i ponowi¢ proby.

Rys. 6. Panel czotowy jednostki gtownej mikrozgrzewarki z zasilaczem. Widoczne nastawy
czasu i napigcia zgrzewania, wskazniki informuja o wartos$ciach napigcia i pradu



UWAGI:

1.

Nie nalezy zmienia¢ wielu parametrow na raz! Jes§li trzeba, zmieniamy tylko jeden,
obserwujemy, jaki ma to wptyw na jako§¢ polaczenia, wyciagamy wnioski, zmieniamy
znowu ten sam w odpowiednim kierunku itd. Najlepiej parametry tymczasowe sobie
zapisywac.
Jesli dostroimy si¢ z parametrami zgrzewania do konkretnego materiatu podtoza i drutu,
nalezy zanotowa¢ to w zeszycie znajdujacym si¢ na stanowisku. Parametry te moga w
przysztosci postuzy¢ innym. Zapisujemy: date i kto ustalit parametry, materiat i rodzaj ptytki
podtozowej, materiat kontaktow, material i grubos¢ drutu, wszystkie parametry zgrzewania
(sita , czas, odleglos¢ elektrod, docisk).
Jesli z jakich$ powodow potaczenie nie powstaje (w momencie docisku nastgpuje pyknigcie
przekaznika, ale nie zaswieca si¢ drucik z elektrodami), moze to $wiadczy¢ o kilku
przyczynach:
a. brudnych stykach elektrod (w takim przypadku przeczyszczamy je od spodu
kawatkiem plytki z alundu)
b. zanieczyszczonej powierzchni kontaktu lub drucika (wtedy przeczyszczamy je
patyczkiem zanurzonym np. w acetonie lub alkoholu izopropylowym)
c. zle dobranych parametrach zgrzewania

Nie nalezy w takim przypadku zwigksza¢ parametrow zgrzewania ,,na $lepo”, poniewaz
moze nastapi¢ catkowite przepalenie drutu, a nawet ,,odparowanie kontaktu”. Najpierw
oczyszczamy newralgiczne miejsca, potem regulujemy parametry (pojedynczo!).

IV. Zadania do wykonania

W przypadku bonderéow MDB 10i MDB-11:

1. Na alundowej ptytce testowej z naniesiong pasta ztota lub srebrna, przy parametrach podanych

przez prowadzacego wykonujemy kilka/kilkana$cie polaczen wg przepisu podanego
wczesniej w punkcie II.

Parametry proponowane:

MDB-10 MDB-11
Channel 1 Channel 2 Channel 1 Channel 2
Time Power Time Power Time Power Time Power
4,50 4,30 5,50 4,00 3,40 3,00 4,50 4,00

Zapisujemy koniecznie parametry bondowania ustawione na generatorze USG oraz bondowane
materiaty (jakie podtoze, jaki drut itd.).

2. W dalszej czgéci ¢wiczenia wykonane potaczenia bondowane bgda poddawane testom na

zrywanie, stad konieczno$¢ wykonania co najmniej 10 polaczen, aby mozna bylo zatozy¢
jaka$ ,.statystyke”. Jesli na ptytce istnieja inne potaczenia, nalezy zaznaczy¢ ,,swoje”, np.
cienkopisem.

W przypadku zgrzewarki Hughes MCW-550



1. Dla ustalonych wstgpnie parametrow podanych przez prowadzacego wykonac¢ kilka/kilkanascie
polaczen. Mozna wyjs¢ alternatywnie od wartosci podanych jako ,,uniwersalne” w punkcie
IIT opracowania.

Zapisa¢ wszelkie parametry zgrzewania, zastosowany drut (materiat , Srednica), material podtoza itd.

Mozna wykona¢ np. 3 serie polaczen dla drutdéw o réznych parametrach. Dla kazdej serii dobracd
odpowiednio parametry. Zapisa¢ ich warto$ci, ktore zostana nastgpnie zamieszczone
w sprawozdaniu.

2. W dalszej czgéci ¢wiczenia wykonane potaczenia bondowane bgda poddawane testom na
zrywanie, stad konieczno$¢ wykonania co najmniej 10 polaczen, aby mozna bylo zatozy¢
jakas ,,statystyke”. Jesli na plytce istnieja inne potaczenia, nalezy zaznaczy¢ ,,swoje”, np.
cienkopisem.

Tester polqczen na zrywanie

Dla wykonanych wczeéniej polaczen — bondowanych i zgrzewanych wykona¢ testy na zrywanie.
Testom poddawac kolejne potaczenia wykonane w jednakowych warunkach. Kazdorazowo
dla poszczegdlnych polaczen zapisywaé warto$¢ sily zrywajacej, notowaé tez parametry

polaczenia.

Pozostate informacje u prowadzacego.

V. Opracowanie danych — sprawozdanie
W sprawozdaniu zamiescié, co si¢ zrobito na ¢wiczeniach laboratoryjnych:
1. jakie parametry bondowania/zgrzewania wykorzystywano

2. jakie byly tego efekty — przelozenie na warto$¢ sity zrywajace;j
3. podsumowac¢ wykonane prace, wyciagnac¢ i zapisa¢ wnioski
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